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证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-020

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）于 2025

年 6月 27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通

过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意将研发中心建设项目结项，并将该项目节余募集资金 8,178.00万元（含

利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额

为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐人中信证券股份有限公

司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提

交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上

海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 5,000

万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 66.99元。募集资金总额

为人民币 334,950.00万元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为

人民币 325,992.36万元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2022

年 8月 23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。公司依
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照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行

签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开

发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：元/人民币

序号 项目名称 总投资规模 本次拟使用募集资金金额

1
高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进

封测产业化项目
950,457,600.00 950,457,600.00

2 研发中心建设项目 250,000,000.00 250,000,000.00

合计 1,200,457,600.00 1,200,457,600.00

截至 2025年 6月 23日，公司研发中心建设项目募集资金的具体使用情况如

下：

单位：元/人民币

序号 项目名称
拟使用募集资金

金额

累计投入募集资

金金额

原计划达到预定可使

用状态日期

1 研发中心建设项目 250,000,000.00 147,600,562.84 2025年 6月 30日

注：公司于 2024年 12月 24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会

议，审议通过了《关于研发中心建设项目延期的议案》，研发中心建设项目预计总投资金额

降低，且项目预计达到可使用状态日期由 2024 年 12月 31日变更为 2025年 6月 30日，详

见公司在指定信息披露媒体披露的《关于研发中心建设项目延期的公告》（公告编号：

2024-052）。

三、本次募投项目结项、募集资金使用及节余情况

（一）项目结项完成情况

截至报告日，研发中心建设项目完成全部建设内容，在设计平台搭建方面，
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本项目涉及的设备仪器及软件 40 台（套）全部完成单项验收并投入使用，搭建

起完善的 EDA设计能力、协同设计能力、检测试验、应用验证以及失效分析能

力；在基础设施适应性改造方面，完成“研-测-分析”一体化办公平台以及高性能

计算机集群实施场所共计 4488㎡的厂房适应性改造工作。在科研项目研制方面，

完成放大器、专用转换器、时钟电路、微波射频、接口驱动、系统封装专用集成

电路、电源电路等 7大类 63 款信号链类和电源类模拟集成电路产品设计定型并

转产。

（二）项目建设成效

1.模拟集成电路研发平台实现重大突破，算力协同升级与精密测试分析能力

构建完成

本项目成功构建了国内领先模拟集成电路协同设计与仿真验证平台，标志着

公司在集成电路研发基础设施领域实现了重大战略突破。本项目通过深度优化协

同仿真设计平台架构，打造了强大的异构融合计算底座，部署了包含 2304个高

性能 X86 计算核心与 640 个自主可控鲲鹏计算核心的大规模集群系统，提供澎

湃的异构算力支撑。该平台具备卓越的协同研发承载能力，可稳定支持超过 400

名研发工程师跨地域、全天候进行大规模并行在线协同设计与仿真作业，彻底打

通了研发资源壁垒，实现了设计工具、算力资源的全局共享与高效协同，成功搭

建起支撑“一企四中心”战略布局的高可靠、高弹性模拟集成电路研发平台。

在核心测试与验证能力方面，平台实现了跨越式提升。项目构建了行业领先

的微弱信号检测能力，精准覆盖至皮安级(pA)超微电流与皮秒级(ps)超低时钟抖

动等关键参数的测试需求，为高性能模拟芯片设计提供了坚实的测试保障；同时

建立了从元器件级、板级到系统应用级的完整验证闭环。该项目具备 8GHz高带

宽频响特性精确表征、高精度 SPICE 模型构建与验证等核心能力，确保设计从

微观到宏观的全面可靠性与性能达标；同时搭建了先进的芯片级失效分析平台，

整合了电性失效分析(EFA)与物性失效分析(PFA)等尖端分析手段，形成强大的故

障定位、根因分析与设计反馈能力，显著加速产品成熟度提升与良率爬坡。

2. 63款自研产品成功研制，信号链与电源管理产品技术能力显著提升

项目期内，公司坚持以市场和技术需求为牵引，持续围绕放大器、电源管理、

专用转换器、接口驱动和抗辐照等方向开展新产品的自主研制，通过新产品的开

发及技术攻关，目前研究中心建设项目已累计完成 63款产品研制，共新增了 20
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项关键技术，申请发明专利 30余项，均已在新产品中应用。

在放大器方向，突破了基于互补双极工艺的高速低失真设计技术，可将产品

的失真度控制到-90dBc以下，有效解决了高速高精度放大器的失真度控制问题；

在接口电路方向，持续优化抗共模干扰 OOK调制解调和高压隔离电容设计技术，

可使产品传输速率通讯速率达到 150Mbps，绝缘耐压达到 5000Vrms，共模瞬态

抑制达到 100kV/μs，传播延迟小于 15ns。在专用转换器方向，基于 CORDIC算

法，消除了大量除法电路，实现磁编码器电路小型化和低功耗；创新突破旋转加

速度的自适应滤波器技术，降低了磁编码器随机测试误差和噪声误差；基于四相

旋转电流技术的霍尔处理电路，解决了霍尔器件在国内 CMOS工艺上开发的高

离散难题。在射频微波方向，基于 28nmCMOS工艺实现了超低噪声宽带压控振

荡电路、鉴相器/分频器电路以及宽带输出放大电路，整体突破了 18GHz频率下

的超低抖动指标（50fs）；在系统封装集成电路方向，成功突破了内嵌死区可调

的栅极驱动米勒钳位技术，该技术可将产品的桥臂串扰电压牢牢限制在安全阈值

内，有效解决了产品因突发情况导致的直通烧毁问题，为产品高可靠设计提供了

强力支撑。在电源管理器方向，突破高阶温度曲率补偿的低温漂带隙基准设计技

术及自适应零点补偿设计技术，产品最低温度漂移小于 5ppm/℃、工作频率最高

达 2MHz。

同时，在项目研制过程中，研究中心建设项目建成 300V/100A 大功率驱动

器测试平台，攻克-100dBc 谐波失真、0.02°磁编码分辨率、40GHz射频及 5ppm/℃

电源精度等极限指标测试；基于模块化 SPICE建模架构，将模型开发周期从 1-3

个月压缩至 1周，并实现 nm级金属异质截面制样与聚焦离子束芯片电路修补；

自研智能接触器控制单元模拟组件板卡自动测试系统平台，效率提升 3倍以上，

构建 50V～600V高压通用验证平台，大幅降低复杂产品测试成本；创新开发 14

位磁编码器模块化测试技术，解决多接口测试难题。

研究中心建设项目的完成，是公司 IDM模式在集成电路设计端的重要补充，

有利于 IDM运营模式转变，增强企业自主可控和抗风险能力，并且将进一步满

足公司研发配套资源的需求，促进了产品升级迭代，提升自主可控发展能力。

（三）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”，该项目于 2025年 6月达到

预定可使用状态并已投入使用，项目设备仪器及软件购置、厂房适应性装修等尾
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款尚在支付中，并预计有部分节余资金。

根据上述情况，结合项目实际进展确定待支付款项和铺底流动资金金额，公

司董事会及监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案》，对研发中心建设项目办理结项。截至 2025 年 6

月 23日，相关情况如下：

单位：万元

项目名称
拟投入金

额（A）

实际投入金

额（B）

预计待支

付金额（C）

预计待支

付的铺底

流动资金

（D）

利息及现金管

理收益扣除手

续费后净额

（E）

节余募集资金

金额

（F=A-B-C-D+

E）

研发中心

建设项目
25,000.00 14,760.06 2,901.91 / 839.97 8,178.00

合计 25,000.00 14,760.06 2,901.91 / 839.97 8,178.00

注 1：“利息及现金管理收益扣除手续费后净额”已包含用于现金管理的收益，

但未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户

的金额以资金转出当日专户余额为准。

注 2：本项目尾款支付机制严格遵循合同约定的里程碑节点，采用分阶段、

多维度、全流程的精细化资金管理模式。预计待支付资金包含执行项目终验

合格后的应付票据以及质保金应付账款。

注 3：上述表格数据如有尾差，是四舍五入造成。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

一是公司在研发中心建设项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的法律

法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》《固定资产投资项目管理实施细

则》等制度，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。在保证项

目质量的前提下，公司通过招投标、竞争性谈判等方式加强项目建设各个环节费

用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和费
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用，合理减少了项目实际支出。

二是在项目实施阶段，在一系列政策措施扶持下，集成电路设备仪器及软件

厂商在技术创新方面取得显著发展，部分企业已成为全球领先者，进一步推动价

格降低。

三是在产品研发过程中，公司通过精准选择流片工艺，有效平衡性能、功耗

与成本的关系，从源头降低研发成本。同时，针对研发和小批量生产阶段，公司

积极利用多项目晶圆（MPW）服务共享晶圆成本，进一步摊薄单个项目的投入。

此外，强化研发过程管控，运用实时监控、统计过程控制（SPC）、缺陷检测与

根源分析等手段，确保试制线稳定运行，显著降低研发废品率。对于已发生的良

率损失，公司进行深入分析，找出根本原因并实施纠正措施，以预防问题复发。

通过上述系统性措施，公司实现了对科研项目研发成本的有效控制。

四是本项目主要实施过程中，根据项目论证、调研、实施、验收等分段管理

的特点，在项目推进过程中形成了阶段性闲置资金。为提高募集资金的使用效率，

在确保募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司针对这部分阶段性闲置资金

进行了合理规划与现金管理，获得了一定的理财收益和存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在研发中心

建设项目结项后，公司拟将节余募集资金 8,178.00 万元（含利息收入和理财收

益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流

动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司

仍将保留募集资金专户，直至所有待支付款项和铺底流动资金支付完毕。后续该

部分资金产生的利息收入等也将用于永久补充流动资金，届时公司将注销募集资

金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、本次项目结项及节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目

实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率，

不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会对公司生产经

营产生重大不利影响。
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七、审议程序及专项意见说明

（一）董事会意见

公司于 2025年 6月 27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事

会认为：研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司

日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股

东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和

审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集

资金管理和使用办法》的规定。

（二）监事会意见

公司于 2025年 6月 27日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事

会认为：研发中心建设项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用

于公司日常生产经营及业务发展，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及

全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存

在损害公司和中小股东合法利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：研发中心建设项目结项并将项目节余资金永久补充

流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。该事项是根

据募投项目的实际情况做出的决定。

综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金事项无异议。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
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2025年 6月 28日
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